Pick-and-Place — Automatisierung der Elektronikfertigung

Die Elektronikindustrie ist bekannt fir ihre hochmodernen Fertigungsprozesse, die eine prazise und effiziente Produktion
moderner Elektronik ermdglichen. Ein wesentlicher Schritt in diesem Prozess ist das sogenannte 'Pick-and-Place’. In diesem
Fachartikel werden wir genauer untersuchen, was Pick-and-Place ist, wie es funktioniert und warum es fur die Herstellung von

entscheidender Bedeutung ist.

Was ist Pick-and-Place?

Pick-and-Place ist ein automatisierter Fertigungsprozess, der in der Elektronikindustrie verwendet wird, um elektronische
Bauteile prazise auf einer Leiterplatte zu platzieren. Dabei werden die Bauteile, wie zum Beispiel integrierte Schaltkreise,
Widerstande, Kondensatoren usw., von einem automatisierten Roboterarm aufgenommen ('Pick’) und an einem vordefinierten Ort

platziert (‘Place").

Wie funktioniert Pick-and-Place?

Der Pick-and-Place-Prozess wird in der Regel von Bestiickungsmaschinen, durchgefihrt. Diese Maschinen verfligen tber einen
oder mehrere Roboterarme, die mit Saugnapfen oder anderen Greifvorrichtungen ausgestattet sind, um die Bauteile
aufzunehmen und zu positionieren. Die Maschinen sind mit prazisen Bewegungssystemen ausgestattet, die es ihnen

ermdglichen, die Bauteile mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit zu platzieren.

Vor dem eigentlichen Pick-and-Place-Vorgang werden die Bauteile in speziellen Magazinen (Trays) bereitgestellt, von denen der
Roboter die Bauteile abholt. Die Positionen, an denen die Bauteile platziert werden sollen, sind in einem Programm definiert,
das die Bewegungen des Roboters steuert. Nachdem alle Bauteile platziert wurden, wird die Leiterplatte fir den nachsten

Fertigungsschritt, in der Regel dem Létprozess, vorbereitet.

Bedeutung von Pick-and-Place in der Elektronikindustrie

Pick-and-Place ist ein entscheidender Schritt in der Elektronikfertigung. Folgende Griinde zeigen, warum Pick-and-Place in der

Industrie einen so wichtigen Stellenwert hat:

e Prazision: Die prazise Platzierung der Bauteile ist ausschlaggebend fiir die Funktionalitat und Leistungsfahigkeit der
Elektronik.

e Effizienz: Der automatisierte Prozess des Pick-and-Place ermdglicht eine hohe Geschwindigkeit und Durchsatzrate, was die
Produktionskosten senkt und die Produktionskapazitét erhoht.

e Wiederholbarkeit: Durch die Verwendung von automatisierten Systemen wird eine gleichbleibende Qualitat und

Wiederholbarkeit der Platzierung sichergestellt, auch in der Massenfertigung.



e Vielseitigkeit: Bestuckungsautomaten wie Pick-and-Place-Maschinen sind flexibel und kdnnen problemlos an

unterschiedlichste Bauteile und Produktionsanforderungen angepasst werden.

Pick-and-Place sichert die Zukunft der Elektronikfertigung

Insgesamt ist Pick-and-Place ein zentraler Bestandteil moderner Elektronikfertigung, der entscheidend dazu beitragt, die
Effizienz, Prazision und Zuverlassigkeit von Fertigungsprozessen in der Elektronikindustrie zu gewahrleisten. Das ist vor allem
wichtig, da zukunftig immer kleinere und feinere Komponenten zum Einsatz kommen werden. Eine kontinuierliche

Weiterentwicklung der Préazision dieser Automaten ist daher unabdingbar.
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